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(54) Horgerat

(57)  Das aus Kunststoff bestehende Gerategeh&u-
se des Horgerates (1) besteht aus einer Schale (3) und
einem auf diese aufgesetzten Deckelteil (4). Im Innern
der Schale (3) sind eine Horerbaueinheit (5) und eine
Mikrofonbaueinheit (6) untergebracht. Die Hérerbauein-
heit (5) weist einen Schallleitungskanal (7) auf, der zu
einer Schallaustrittséffnung (8) in der Schale (3) fuhrt.
Die Mikrofonbaueinheit (6) ist in den Deckelteil (4) ein-
gesetzt. Die Schale (3) ist als Formteil mit integrierten
Leiterbahnen (9, 10) ausgebildet, z.B. als raumlich
spritzgegossener Schaltungstrager (Molded Intercon-
nect Device, MID). Sowohl die Horerbaueinheit (5) als
auch die Mikrofonbaueinheit (6) weisen abstehende Fe-
derkontakte (11, 12) auf, die mit den Leiterbahnen (9,
10) der Schale (3) in Beriihrung stehen. Diese Bauein-
heiten (5, 6) sind somit Uber die Federkontakte (11, 12)
und die Leiterbahnen (9, 10) elektrisch miteinander ver-
bunden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hoérgerat gemass
Oberbegriff des Anspruches 1.

[0002] Bekannte Horgerate weisen mehrere, in einem
mehrteiligen Gerategehduse aus Kunststoff unterge-
brachte Komponenten, namlich im allgemeinen ein Mi-
krofon, eine Verstarkerschaltung, ein Horer und eine
Stromquelle, auf. Diese Komponenten sind Uber elek-
trische Verbindungen miteinander verbunden, die in der
Regel nach der Herstellung des Gerategehauses in die-
sem angebracht werden mussen. Bei gewissen Kom-
ponenten sind deren elektronischen Bauteile auf einem
separaten Substrat befestigt und stehen iber Leiterbah-
nen, die auf dem Substrat vorgesehen sind, elektrisch
miteinander in Verbindung. Die Herstellung und Bestiik-
kung der Substrate findet in einem separaten Vorgang
statt. Die Herstellung derartiger Horgerate ist demzufol-
ge mit einem verhaltnismassig grossen Aufwand ver-
bunden.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Auf-
gabe zugrunde, ein Hoérgerat der eingangs genannten
Art zu schaffen, das geringere Abmessung hat und ko-
stenglnstiger hergestellt werden kann als die her-
kdmmlichen Horgerate.

[0004] Diese Aufgabe wird mit einem Hérgerat mit
den Merkmalen des Anspruches 1 geldst.

[0005] Dadurch, dass Leiterbahnen, die gewisse
elektronische Bauteile miteinander verbinden, herstel-
lungsmassig in Teile des Gerategehduses oder in im
Gerategehause untergebrachte Kunststoffteile inte-
griert sind, ist eine gegenuber herkémmlichen Hérgera-
ten kompaktere Bauweise sowie eine einfachere Gera-
temontage und damit verbunden eine kostengiinstigere
Herstellung mdglich. Dient der Formteil mit integrierter
Leiterbildstruktur als Trager fur elektronische Bauteile
und ist dieser als Teil des Gerategehauses oder eines
Komponentengehduses ausgebildet, kann die Gesamt-
zahl der Geréatebauteile verringert werden, da eine se-
parate Leiterplatte fur diese Bauteile entfallt.

[0006] Bevorzugte Weiterausgestaltungen des erfin-
dungsgemassen Horgerates bilden Gegenstand der ab-
hangigen Anspriche.

[0007] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Zeichnungen, die lediglich Ausfihrungsbeispiele dar-
stellen, naher erlautert. Es zeigt rein schematisch:

Fig. 1  in Seitenansicht ein Im-Ohr-Hérgerét, bei dem
ein Teil des Gerategehauses weggeschnitten
ist,

Fig.2 das Horgerat gemass Fig. 1 in einer raumli-
chen Darstellung mit einzelnen Komponenten
in auseinander gezogenen Positionen,

Fig. 3  in einer rdumlichen, auseinander gezogenen
Darstellung eine Komponente des in Fig. 2 ge-
zeigten Horgerates,
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ein Hinter-dem-Ohr-Hoérgerat in einer raumli-
chen Darstellung mit einzelnen Komponenten
in auseinander gezogenen Positionen, und

Fig. 4

in einer der Fig. 4 entsprechenden Darstellung
das Hoérgerat gemass Fig. 4 in einer Ansicht
aus einer anderen Richtung.

Fig. 5

[0008] In den Figuren 1 und 2 ist in vergrossertem
Massstab ein Horgerat 1, das im Ohr getragen wird (Im-
Ohr-Horgerat), gezeigt. Das Horgerat 1 weist ein Gera-
tegehduse 2 aus Kunststoff auf, das aus einer Schale
3, dessen Aussenform an den Gehdérgang des Tragers
angepasst ist, und einem auf die Schale 3 aufgesetzten
Deckelteil 4 besteht. Im Innern der Schale 3 sind ver-
schiedene, als Baueinheiten ausgebildete Horgerat-
komponenten untergebracht, namlich eine Hérerbau-
einheit 5 und eine Mikrofonbaueinheit 6. Die Hérerbau-
einheit 5 umfasst elektronische Bauelemente einer an
sich bekannten Verstarker- und Uebertragungsschal-
tung und weist einen Schallleitungskanal 7 auf, der zu
einer Schallaustritts6ffnung 8 in der Schale 3 flihrt. Die
Mikrofonbaueinheit 6, deren Aufbau anhand der Fig. 3
noch naher erldutert werden wird, ist in den Deckelteil
4 eingesetzt.

[0009] Die Schale 3 ist als Formteil mit integrierten
Leiterbahnen ausgebildet, d.h. als rdumlich spritzge-
gossener Schaltungstrager. Derartige Schaltungstra-
ger, deren Herstellung an sich bekannt ist (siehe bei-
spielsweise die WO-A-00/67982), werden in der Fach-
sprache mit Molded Interconnect Devices (abgekirzt
MID) bezeichnet. In den Fig. 1 und 2 sind von diesen
integrierten Leiterbahnen nur die Leiterbahnen 9 und 10
sichtbar. Sowohl die Hoérerbaueinheit 5 als auch die Mi-
krofonbaueinheit 6 weisen abstehende Federkontakte
11 bzw. 12 auf, die mit den Leiterbahnen 9, 10 der Scha-
le 3 in Beriihrung stehen (Fig. 1). Die Baueinheiten 5, 6
sind somit Uber die Federkontakte 11, 12 und die Leiter-
bahnen 9, 10 elektrisch miteinander verbunden.
[0010] Anhand der Fig. 3 wird nun der Aufbau der Mi-
krofonbaueinheit 6 naher erlautert.

[0011] Die Mikrofonbaueinheit 6 weist ein mehrteili-
ges Gehause 13 aus Kunststoff auf, das aus einem Auf-
nahmeteil 14, einem diesen nach unten abschliessen-
den Gehauseboden 15 und einem Gehausedeckel 16
besteht. Der Gehauseboden 15 ist mittels Schrauben
17 mit dem Aufnahmeteil 14 verschraubt, an dem der
Gehausedeckel 16 mittels eines Scharniers 18 befestigt
ist. Der Gehausedeckel 16 ist mit einem Rastnocken 19
versehen, der bei geschlossenem Gehausedeckel 16
mit einer Rastvertiefung 20 im Aufnahmeteil 14 zusam-
menwirkt.

[0012] Der Gehauseboden 15 ist ebenfalls als Form-
teil mit integrierten, eine Leiterbildstruktur bildenden
Leiterbahnen 21 ausgebildet, d.h. als rdumlich spritzge-
gossener Schaltungstrager (Molded Interconnect De-
vice; MID). Der Gehauseboden 15 ist mit nur schema-
tisch dargestellten Mikrofonen 22 und 23 und mit eben-
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falls nur schematisch dargestellten, nicht naher be-
schriebenen elektronischen Bauteilen 24, 25, 26 be-
stlickt. Die Mikrofone 22, 23 und die elektronischen
Bauteile 24, 25, 26 sind Uber die Leiterbahnen 21 un-
tereinander verbunden. Der Gehduseboden 15 dient
somit nicht nur als unterer Abschluss des Aufnahmeteils
14 des Gehduses 13, sondern auch als Trager fir die
Mikrofone 22, 23, die elektronischen Bauteile 24, 25, 26
sowie die Leiterbahnen 21.

[0013] Der Gehausedeckel 16 ist auch ein Formteil
mit einer integrierten Leiterbahn 27, d.h. also auch ein
MID, tragt jedoch im Gegensatz zum Gehauseboden 15
keine elektronischen Bauteile. Die Leiterbahn 27 ist als
Kontaktflache ausgebildet, die bei geschlossenem Ge-
hausedeckel 16 mit einer im Aufnahmeteil 14 unterge-
brachten Batterie 28 in Kontakt steht, die zur Stromver-
sorgung der Hérgeratkomponenten dient.

[0014] Im Vergleich zu herkémmlichen Mikrofonmo-
dulen, bei denen die Leiterbahnen und die elektroni-
schen Bauteile auf einem vom Gehaduse gesonderten
Substrat aufgebracht bzw. befestigt sind und bei denen
die Kontaktflache im Gehausedeckel durch einenin die-
sen eingesetzten Biegestanzteil gebildet wird, ist die be-
schriebene Mikrofonbaueinheit 6 kleiner, weist weniger
Bauteile auf und lasst sich einfacher herstellen.

[0015] Die Fig. 4 und 5 zeigen in auseinander gezo-
gener Darstellung Ansichten eines Horgerates 30, das
hinter dem Ohr getragen wird (Hinter-dem-Ohr-Hoérge-
rat), aus zwei verschiedenen Richtungen. Das Horgerat
30 weist ein Gerategehause 31 aus Kunststoff auf, das
aus einem Gehauseboden 32 und einem Gehausedek-
kel 33, die mittels Schrauben 34 miteinander verbunden
sind, besteht. Im Innern des Gerategehauses 31 sind
verschiedene, als Baueinheiten ausgebildete Horgerat-
komponenten untergebracht, namlich eine Horerbau-
einheit 35, eine Mikrofonbaueinheit 36 und eine ver-
schiedene elektronische Bauelemente aufweisende
Verstarkerbaueinheit 37. An der Verstarkerbaueinheit
37 ist schwenkbar ein Batteriefach 38 befestigt, das zur
Aufnahmen einer Batterie 39 dient.

[0016] Der Gehauseboden 32 ist als Formteil mit in-
tegrierten Leiterbahnen 40 und integrierten, zu Gruppen
zusammengefassten Kontakten 41, 42, 43, 44 ausge-
bildet, d.h. als rdumlich spritzgegossener Schaltungs-
trager (Molded Interconnect Device; MID). Die Leiter-
bahnen 40 verbinden bestimmte der Kontakte 41, 42,
43, 44 miteinander. Auf den Gehauseboden 32 sind
elektronische Bauteile 45 und 46 aufgelttet, die eben-
falls Uber gewisse Leiterbahnen 40 mit Kontakten 41,
42 und 43 bzw. 41 und 44 verbunden sind. Diese elek-
tronischen Bauteile 45, 46 kdnnten, statt auf den Ge-
hauseboden 32 aufgeldtet zu sein, auch in die Horer-
baueinheit 35, die Mikrofonbaueinheit 36 und/oder die
Verstarkerbaueinheit 37 integriert werden. Der Gehau-
seboden 32 ist mit weiteren integrierten, zu einer Grup-
pe zusammengefassten Kontakten 47 versehen, die
Uber integrierte Leiterbahnen 48 mit Programmierkon-
takten 49, die gleich wie die Ubrigen Kontakte 41, 42,
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43, 44, 47 ebenfalls herstellungsmassig in den Gehau-
seboden 32 integriert sind, in Verbindung stehen. Die
Programmierkontakte 49 dienen zum Anschliessen ei-
nes nicht néher dargestellten, an sich bekannten Pro-
grammiergerates, von dem in der Fig. 4 nur der Stecker
50 gezeigt ist.

[0017] Die Horerbaueinheit 35, die Mikrofonbauein-
heit 36 und die Verstarkerbaueinheit 37 sind mit zu
Gruppen zusammengefassten Federkontakten 51, 52
bzw. 53, 54, 55 versehen (Fig. 5). Im zusammengebau-
ten Zustand des Horgerates 30 beriihren die Federkon-
takte 52 der Mikrofonbaueinheit 36 die Kontakte 41 im
Gehauseboden 32 und die Federkontakte 51 der Horer-
baueinheit 35 die Kontakte 42 im Gehauseboden 32,
wahrend die Federkontakte 53 der Verstarkerbaueinheit
37 mit den Kontakten 47 im Gehauseboden 32, die Fe-
derkontakte 54 mit den Kontakten 43 und die Federkon-
takte 55 mit den Kontakten 44 in Verbindung stehen.
[0018] Die Verstarkerbaueinheit 37 ist somit einer-
seits Uiber die Kontakte 47 im Gehauseboden 32 mit den
Programmierkontakten 49 und andererseits Uber die
Kontakte 42 und 43 bzw. die Kontakte 41 und 44 und
die Leiterbahnen 40 mit der Hérerbaueinheit 35 und der
Mikrofonbaueinheit 36 verbunden

[0019] Die in der Hérerbaueinheit 35, der Mikrofon-
baueinheit 36 und der Verstarkerbaueinheit 37 unterge-
brachten elektronischen Bauelemente kdnnen in her-
kémmlicher Weise auf eine mit Leiterbahnen versehene
Tragerplatte (Printplatte) aufgel6tet sein. Doch ist es
auch denkbar, dhnlich wie anhand der Fig. 3 erlautert,
Teile der Gehause der Horerbaueinheit 35, der Mikro-
fonbaueinheit 36 und der Verstarkerbaueinheit 37 als
Formteile mit integrierter Leiterbildstruktur (Molded In-
terconnect Devices; MID) auszubilden.

[0020] Die Verbindung zwischen den Baueinheiten 5,
6 bzw. 35, 36, 37 und den integrierten Leiterbahnen 9,
10 bzw. den integrierten Kontakten 41, 41, 43, 44 kann
auch auf andere Weise als mittels der gezeigten Feder-
kontakte 11, 12 bzw. 51, 52, 53, 54, 55 erfolgen, bei-
spielsweise mittels Leiterlitzen.

[0021] Die Ausgestaltung gewisser Gehauseteile, d.
h. bei den gezeigten Ausfiihrungsbeispielen der Schale
3 des Horgerates 1, des Gehdusebodens 15 und des
Gehausedeckels 16 der Mikrofonbaueinheit 6 und des
Gehausebodens 32 des Horgerates 30, als rdumlich
spritzgegossener Schaltungstrager (MID-Formteil) er-
laubt es, die Horgerate 1, 30 und deren Komponenten
platzsparend auszubilden sowie einfacher und somit
verhaltnismassig kostengtinstig herzustellen.

[0022] Es ist auch denkbar, gewisse Gehauseteile, z.
B. die Schale 3 und den Deckel 4 des Geh&auses 2, den
Gehauseboden 32 und den Gehausedeckel 33 des Ge-
rategehauses 31, sowie den Aufnahmeteil 14 und den
Gehausedeckel 16 der Mikrofonbaueinheit 6, im glei-
chen Arbeitsgang herzustellen und z.B. mittels eines
Filmscharniers miteinander zu verbinden.

[0023] Die das Gerategehduse 2, 31 bildenden Bau-
teile, namlich die Schale 3 und der Deckelteil 4 des Ge-
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rategehauses 2 bzw. der Gehduseboden 32 und der Ge-
hausedeckel 33 des Gerategehauses 31, kénnen so
ausgebildet werden, dass beim Zusammenbauen die-
ser Bauteile letztere form- oder kraftschlissig mecha-
nisch miteinander verbunden werden. Hiezu eignen
sich z.B. Rast- oder Schnappverbindungen.

[0024] Anstatt die Formteile mit integrierten Leiter-
bahnen und integrierten elektrischen Kontakten, d.h. die
Schale 3 des Gerategehduses 2, den Gehduseboden
15 und den Gehadusedeckel 16 der Mikrofonbaueinheit
6 und den Gehauseboden 32 des Horgerates 30, wie
beschrieben als Molded Interconnect Devices (MID)
auszubilden, ist es auch méglich, diese Formteile mit-
tels eines additiven Aufbauverfahrens herzustellen, wie
das beispielsweise in der WO-A-01/05207 beschrieben
ist. Solche additive Aufbauverfahren sind auch unter
dem Begriff "Rapid Prototyping" bekannt und umfassen
z.B. die folgenden, im vorliegenden Fall besonders ge-
eigneten Verfahren: Lasersintern, Stereolithographie
und Thermojetverfahren. Hinweise auf Fachliteratur, die
sich mit solchen additiven Aufbauverfahren befasst,
sind in der bereits erwdhnten WO-A-01/05207 zu fin-
den.

[0025] Das vorstehend erlauterte erfindungsgemas-
se Prinzip, gewisse Gehauseteile als Formteil mit inte-
grierten Leiterbahnen und Kontakten sowie gegebenen-
falls auch als Trager von elektronischen Bauteilen aus-
zugestalten, lasst sich selbstverstandlich auch bei an-
dern akustischen Kommunikationsgeraten, wie z.B.
Funkgeraten, anwenden.

Patentanspriiche

1. Horgerat mit einem aus wenigstens zwei Teilen (3,
4; 32, 33) bestehenden Gerategehause (2; 31) aus
Kunststoff und in diesem untergebrachten elektro-
nischen Baueinheiten (5, 6; 35, 36, 37) bzw. Bau-
teilen (22-26), die elektrisch miteinander verbunden
sind, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein Gerategehauseteil (3; 32) und/oder wenigstens
ein im Innern des Gerategehduses (2) angeordne-
ter Kunststoffbauteil (15) einer elektronischen Bau-
einheit (6) als Formteil mitintegrierten Leiterbahnen
(9, 10; 21; 40), Gber die gewisse elektronische Bau-
einheiten bzw. Bauteile elektrisch miteinander ver-
bunden sind, ausgebildet ist.

2. Hoérgeratnach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Formteil weiter mit integrierten elek-
trischen Kontakten (41-44; 47, 49) ausgebildet ist.

3. Horgerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die im Gerategehause (2; 31)
untergebrachten elektronischen Baueinheiten (5, 6;
35, 36, 37) mit Kontaktelementen (11, 12; 51, 52,
53, 54, 55) versehen sind, die mit den integrierten
Leiterbahnen (9, 10) bzw. den integrierten Kontak-
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ten (41, 42, 43, 44) in einem Gerategehauseteil (3;
32) in Verbindung stehen.

4. Horgerat nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kontaktelemente als Federkontakte
(11, 12; 51, 52, 53, 54, 55) ausgebildet sind.

5. Horgerat nach Anspruch 1 dadurch gekennzeich-
net, dass eine der im Gerategehduse (2) unterge-
brachten elektronischen Baueinheiten (6) ein aus
wenigstens zwei Teilen (14, 15, 16) bestehendes
Gehause (13) aus Kunststoff aufweist, in dem elek-
tronische Bauteile (22-26) angeordnet sind, und
dass wenigstens ein Teil dieser elektronischen Bau-
teile (22-26) an einem, als Formteil mit integrierten
Leiterbahnen (21) ausgebildeten Gehauseteil (15)
befestigt ist, wobei die an diesem Gehauseteil (15)
befestigten elektronischen Bauteile (22-26) Uber
diese Leiterbahnen (21) miteinander verbunden
sind.

6. Horgerat nach Anspriche 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der als Gehduseboden (15) dienen-
de Gehauseteil als Formteil mit integrierten Leiter-
bahnen (21) ausgebildet ist.

7. Horgerat nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein weiterer Gehauseteil (16),
vorzugsweise der als Gehausedeckel (16) dienen-
de Gehauseteil, als Formteil mit einer als Kontakt-
flache dienenden integrierten Leiterbahn (27) aus-
gebildet ist.

8. Horgerat nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die integrierten Kontakte
(41-44; 47, 49) Uber integrierte Leiterbahnen (40,
48) miteinander verbunden sind.

9. Horgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass am Gerategehause-
teil (32), der als Formteil mit integrierten Leiterbah-
nen (40) und allenfalls auch mit integrierten Kontak-
ten (41, 42, 43, 44) ausgebildet ist, elektronische
Bauteile (45, 46) befestigt sind, die Uiber die inte-
grierten Leiterbahnen (40) mit andern im Geratege-
hause (31) angeordneten elektronischen Bauteilen
und/oder gegebenenfalls mit integrierten Kontakten
(41, 42, 43, 44) elektrisch verbunden sind.

10. Hoérgerat nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass gewisse der integrierten Kontakte (49)
von ausserhalb des Gerategehauses (31) zugang-
lich und uber integrierte Leiterbahnen (48) mit im
Innern des Gerategehauses (31) angeordneten
Kontaktelementen, vorzugsweise integrierten Kon-
takten (47), verbunden sind.

11. Horgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 10, da-
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durch gekennzeichnet, dass die Teile (3, 4; 32,
33) des Gerategehauses (2; 31) mittels einer kraft-
oder formschlissigen Verbindung, z.B. einer Rast-
oder Schnappverbindung, miteinander verbunden
sind.

Hoérgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Formteile (3; 15;
16; 32) mit integrierten Leiterbahnen (9, 10; 21; 27;
40) als raumlich spritzgegossene Schaltungstrager
(Molded Interconnect Device) ausgebildet sind.

Hoérgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Formteile (3; 15;
16; 32) mit integrierten Leiterbahnen (9, 10; 21; 27;
40) mittels eines additiven Aufbauverfahrens (Ra-
pid Prototyping) hergestellt sind.

Hoérgerat nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Formteile (3; 15; 16; 32) mit in-
tegrierten Leiterbahnen (9, 10; 21; 27; 40) mittels
Lasersintern, Stereolithographie oder eines Ther-
mojetverfahrens hergestellt sind.
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